
t

レ

第6巻第10号 267

lll碍ll聾鱈闘lll湘ll甜HttMMtlMltllt閥i川川川燗lll照川紺川tUllllll川ll川ll川川川lill冊H田川1鮒燗鑓館ltttt麗“朋棚1剛1甜i酬朋川臆川儲1川川川川llll川1柵m田川ll川1川IH川lm川lllll川川1川1川川ll”UI”llt麗尉錦即

　　　　¢欝驚驚聯簗一総研　究　速　報撒ご撚，激こ濃款鴬三灘
加藤正夫他：Pb－Sb合金の時効硬化に関する研究　一色貞文他：X線管の焦点の形状が選過度計に及ぼす影響について

森　政弘：パルス伝達かん数の根軌跡　　　原善四郎：沈激銅粉の形状について

　　　　　　　　　　Pb－Sb合金の時効硬化に関する研究
　　　　　　　　　　　　　　　　加　藤　正　夫

　Pb－Sb系合金は硬質鉛合金として広い用途がある．と

ころがPb中のSbは状態図通りの平衡状態に進み難く

その固溶限，共晶温度などの正確な数値も最近になって

決定をみたほどである．この合金のもっている上述の本

質的な欠点は実用の際いわゆる”経年変化”となって現

われ，材料の硬度を変化ぜしめ形状に狂いを生ぜしめ

る．したがってこれをどのようにしてすみやかに安定化

せしめるかは実用上重要な研究問題である．従来の研究

（1），（2），（3）によれば使用するPb地金の純度によってこ

の経年変化の現われ力が大きく変ってくることおよびそ

の原因は微量不純物，特にAs，　Cu，　Agなどが固溶し

ているSbの析出を促進せしめる作用にもとつくもので

あろうと報告している．最近Hopkin（4）の研究によれば

0．001％AsでもPb－Sb合金（0．85％Sb）の時効硬化

促進に顕著な作用のあることを報告している．著者など

はこの微量のASがはたしてどのような形で，　Pb－Sb合

金の時効硬化に関係しているかをさらに精しく研究する

目的で実験を行った（5）．次にその概略を報告する．

　実験に使用したPb地金は99・99％の純度，　Sbは28・22

％Sbの母合金，またAsは0．14％Asの母合金の形で

添加した．試料の溶解はすべて木炭粉＋NH，Clのフラヅ

クス下で行い金型に鋳造した硬度測定用としては5mm

厚の板，電気抵抗変化測定用には4mmφの捧を用いた．

試料の成分は第1表に示す．ただしこの数値は母合金よ

りの計算値である．

実験にあたり試料は

共晶温度よりやや低

い温度で長時間加熱

し，それを210°Cで

水中に焼入れ常温に

放置した．その硬度

変化は第1図に示し

た．SbおよびAs
の量で多少傾向の相

異があり，曲線の形

第1表　試料の成分
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第1図Pb－Sb合金の常温時効
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れ固溶体の格子常数が小さくなっている．

りAsが固溶化しているSbの析出をうながす作用の顕

著であることは明白となったがAsがどのような形で影

響しているのかは今後顕微鏡組織その他の精しい解析を

行わないと不明である．また時効に及ぼす温度の影響の

実験によりその機構をさらに深く追求する必要がある．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1954．9．13）

　　2ヨ456789101214161820　　　　常温放置日数”

第2図　Pb－Sb－As合金の常温時…
　　　　効に伴う電気抵抗の変化

　　　　　　　　　　以上の結果よ
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も今後精しく検討する必要があるがAsの添加と共に硬

化は急激に起ることがわかる．Sbだけでは約半年たって

も徐々に変化を示しているがAsが入ると10日間で大体

飽和硬度に達している．電気抵抗の変化は第2図の如く

Asの量の増加と共に減少の傾向が大きくなっている．
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